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Abstract of EP1371342 

The bone implant, and especially a dental 
implant, has an implanting body (1) bonded to a 
superstructure (3). A metal layer (18) is deposited 
on the body or the superstructure by sputtering or 
as a foil, extending at least partially over the 
contact zone (15) between them. The metal is 
less hard than the body and/or the 
superstructure, to give an inner and jointless and 
durable bond. A central drilling (6) takes a locking 
bolt (2). 
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(54) Knochenimplantat 

(57) Ein Knochenimplantat, insbesondere ein Zahn- 
implantat, weist einen Implantatkorper (1) auf, der mit 
einem Aufbaukorper (3) verbunden ist. Auf den Implan- 
tatkorper Oder auf den Aufbaukorper wird eine Metall- 
schicht (1 8) aufgebracht, die sich iiber wenigstens ei- 
nen Teil des Kontaktbereichs zwischen Implantatkorper 
und Aufbaukorper erstreckt und die eine geringere Har- 
te als der Aufbaukorper und/oder der Implantatkorper 
(1) im Kontaktbereich aufweist. Durch die Metalischicht 
wird eine innige, fugenlose und dauerhafte Verbindung 
zwischen Implantatkorper und Aufbaukorper sicherge- 
stellt. 
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Beschreibung 

Bereich der Erfindung 

[0001 ] Die Erf indu ng bezieht sich auf ein Knochenim- 
plantat, insbesondereZahnimplantat, miteinem Implan- 
tatkorper und einem Aufbaukorper und mit einem Kon- 
taktbereich zwischen Implantat- und Aufbaukorper, in 
dem die Form von Implantatund Aufbaukorper aneinan- 
der angepasst sind. Die Erfindung betrifft auch die ein 
Verfahren zur Herstellung eines Knochenimpiantats. 

Stand der Technik 

[0002] Bekannte enossale Zahnimplantaten beste- 
hen aus einem Implantatkorper, der in den Knochen ein- 
gesetzt wird und auf den nach Abschluss der Einheil- 
phase ein Aufbaukorper aufgesetzt wird, der als Trager 
fur einen Zahnersatz wie z.B. eine Krone dient. Der Im- 
plantatkorper weist eine axiale Gewindebohrung auf zur 
Aufnahme eines Schraubenbolzens zur Befestigung 
des eines Aufbaukorpers. Der Implantatkorpers kann so 
geformt sein, dass er an den Veriauf des ihn umgeben- 
den Knochens angepasst ist. Hierzu weist der Kopf des 
Implantatkorpers eine zweiseitige Verjungung auf, die 
durch beiderseits der Gewindebohrung und quer zur 
Zahnreihe verlaufende Abschragungen gebildet wird. 
Durch diese Form des Implantats wird eine Anpassung 
an die Niveauunterschiede zwischen den Buccal- und 
Lingualhohen und der Approximalhohe des Knochen- 
veriaufs erreicht und eine naturiiche Oberkante des Kie- 
ferknochens nachgebildet. Ein derartiges Zahnimplan- 
tat ist in der EP 0 868 889 offenbart. 
[0003] Bei Implantaten ist der Aufbaukorper ist die 
Form des Aufbaukorpers im Bereich des Kontakts mit 
dem Implantatkorper, an dessen Form anzupassen. 
Auch bei genauester Ausfuhrung dieser Anpassung 
kann eszu einerSpaltenbildung zwischen Implantatkor- 
per und Aufbaukorper kommen. In die Spalten konnen 
sich Bakterien einlagern einlagern, die Herde fur Infek- 
tionen und Entzundungen bilden. Gleiches gilt fur jecfe 
Form von mehrteiligen Knochenimplantaten, deren Tei- 
le vor oder nach dem Einsetzen in den Knochen mitein- 
ander verbunden werden. 

[0004] Es ist bei Kieferimpiantaten bekannt, zwischen 
Implantatkorper und Aufbaukorper einen Dichtring ein- 
zufugen, der Silikon Oder einem anderen Kunststoff be- 
steht (DE 44 05 797 und DE 1 98 1 5 71 9). Bei derartigen 
Dichtringen besteht die Gefahr, dass Material, aus dem 
die Ringe bestehen, im Laufe der Zeit durch die Mund- 
flussigkeit angegriffen wird und ausgewechselt werden 
muss. Urn dem zu begegnen ist es auch bekannt, als 
Dichtring eine Scheibe aus einer Feingold zu verwen- 
den (DE-A 196 47 490). Des weiteren ist es bekannt, 
ein zusammengesetztes Kieferimplantat, bei dem der 
eine Teil des implantats aus Glas und der andere Teil 
aus Metail besteht, mit einer Bindeschicht aus Glas aus- 
zustatten, durch die beide Teile miteinander verbunden 
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werden (DE-A 41 31 212). Im Gebrauch des Implantat 
konnen durch Druckbelastung und geringfugige Defor- 
mierungen der Implantatteile Risse Oder Bruche in der 
Bindeschicht auftreten. 

5 

Zusammenfassung der Erfindung 

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die- 
sen Nachteilen entgegenzuwirken undmehrteilige Kno- 
io chenimplantate so auszubilden, dass in dem das Im- 
plantat umgebenden Knochengewebe vom Implantat 
ausgehende Infektionen und Entzundungen auf Dauer 
vermieden werden. 

[0006] Das erfindungsgemafBe Knochenimplantat, 

15 wie es in den Patentanspruchen definiert ist, umfasst 
einen Implantatkorper und einem Aufbaukorper, die in 
einem Kontaktbereich aneinander angepasst sind. Auf 
dem Implantatkorper oder auf dem Aufbaukorper ist im 
Kontaktbereich eine Metallschicht angeordnet, die eine 

20 geringere Harte als der Aufbaukorper und/oder der Im- 
plantatkorper im Kontaktbereich aufweist. Das erfin- 
dungsgemaBe Implantat kann so ausgebildetsein, dass 
auf dem Implantatkorper und auf dem Aufbaukorper im 
Kontaktbereich je eine Metallschicht angeordnet ist. Die 

25 Metallschicht erstreckt sich uber wenigstens einen Teil 
des Kontaktbereichs zwischen Implantatkorper und 
Aufbaukorper und ist vorzugsweise in einer sich in Um- 
fangsrichtung ausdehnenden Zone des Kontaktberei- 
ches angeordnet. Sie stellt eine innige, fugenlose, wi- 

30 derstandsfahige und dauerhafte Verbindung zwischen 
diesen beiden Teilen sicher. Die Erfindung eignet sich 
insbesondere fur Implantate, bei denen der Impantat- 
korper zur Anpassung an den Veriauf des ihn umgeben- 
den Knochens profiliert ausgebildet ist. 

35 [0007] Die Metallschicht wird vorzugsweise durch 
Sputtern odergalvanische Abscheidung hergestellt. Die 
hierbei zur Anwendung kommenden Materialien kon- 
nen Titan, Titanlegierungen, Gold oderGoldlegierungen 
sein. 

40 [0008] Gegenstand der Erfindung ist auch ein in den 
Anspruchen definiertes Verfahren zur Herstellung eines 
Knochenimpiantats. 

Beschreibung der Zeichnungen 

45 

[0009] Nachfolgend sind Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung anhand von Zeichnungen beschrieben. Es 
zeigen: 

so Figur 1 ein Zahn implantats gemaB der Erfindung in 
einer Schnittdarstellung mit entlang der 
Langsachse des Implantats verlaufender 
Schnittlinie; 

55 Figur 2 eine weitere Schnittdarstellung des Zahnim- 
plantatsvon Figur 1 miteinem gegenuberder 
Figur 1 urn 90 Grad versetzten Veriauf der 
Schnittlinie; 



EP 1 371 342 A1 



2 



3 



EP 1 371 342 A1 



4 



Figur 3 eine Draufsicht auf einen Implantatkorper, 
wie er bei dem Zahnimplantats von Figur 1 
und 2 Verwendung findet; und 

Figur 4 eine vergroBerte Sen nittdarstel lung des Kon- 
taktbereiches zwischen dem Implantatkorper 
1 und dem Aufbaukorper 3 

Figur 5 eine Schnittdarstellung eines Implantatkor- 
pers einer anderen Ausfuhrungsform eines 
Zahnimplantats gemaB der Erfindung. 

Detailfierte Beschreibung des dargestellten Ausfiih- 
rungsbeisplels 

[0010] Das dargestellte Ausfuhrungsbeispiel zeigt ein 
Zahnimplantat mit einem Implantatkorper 1, der durch 
eine Schraube 2 mit einem als Trager fur einen Zahner- 
satz 4 dienenden Aufbaukorper 3 verbunden ist. Der 
Aufbaukorper 3 besitzt zentrale Bohrung 6, durch die 
die Schraube 2 gefuhrt 1st, die in eine zentrale Gewin- 
debohrung des Implantatkorpers 1 eingreift. 
[0011] Der Implantatkorper 1 ist als Zylinder ausge- 
bildet, dessen dem Aufbaukorper 3 zugewandtes Ende 
Abschragungen 7, 8 aufweist (Figur 4). Die Abschra- 
gungen 7, 8 gehen von einer Kopfflache 1 0 aus, die das 
dem Aufbaukorper 3 zugewandte Ende des Implantat- 
korpers 1 bildet. Sie sind in Bezug auf die Langsachse 
des Implantats auf einander gegenuberliegenden Sei- 
tendes Implantatkorpers 1 angeordnet. Der Aufbaukor- 
per 3 ist komplementar an die Form des Implantatkor- 
pers 1 angepasst. Hierzu ist der Aufbaukorper 3 hohl 
und weist in diesem hohlen Bereich schrage Flachen 
11, 12 auf, die den Abschragungen 7, 8 am Kopf des 
Implantatkorpers 1 entsprechen. Zwischen den Flachen 
11,12 befindet sich eine Grundflache, die an die Kopf- 
flache 10 des Implantatkorper 1 angepasst ist. Von sei- 
nem unteren Ende ausgehend vergroBert sich das Urn- 
fangsprofil des Aufbaukorpers 3 zunachst in einer leicht 
gekrummten Umfangslinie 16 und fallt dann bogenfor- 
mig ab bis zu einem Durchmesser 1 7, der entsprechend 
dem jeweils aufzubringenden Zahnersatz wie z.B. eine 
Krone 4 bemessen ist. 

[0012] Implantat- und Aufbaukorper 1 , 3 des darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiels sind rotationssymme- 
trisch ausgebildet. Ein Implantat dieser Art ist in der 
EP-A 0 868 889 offenbart. Abweichend hiervon kann 
das Implantat Oder dessen Telle eine unrunde Form auf- 
weisen. So kann der Aufbaukorper 3 einen ellipsenarti- 
gen Querschnitt besitzen, wie es in der EP-A 1 205 158 
dargestellt ist. Bei derartigen Ausfuhrungen entspricht 
der Kontaktbereich der Form von Implantat- und Auf- 
baukorper 1, 3. 

[0013] Implantat- und Aufbaukorper 1, 3 bestehen 
aus einem Material, das mit der Knochensubstanz des 
menschlichen Korpers gut vertraglich ist und auch die 
erforderliche Harte aufweist. Dies kann eine Goldlegie- 
rung, Titan Oder eine Titan legierung, Keramik Oder eine 



Keramikverbindung wie Goldkeramik sein. 
[0014] Der Kontaktbereich 15 zwischen Implantat- 
und Aufbaukorper 1 , 3 wird weitgehend fugenlos herge- 
stellt. In Abhangigkeit von den zur Anwendung kom- 

5 menden Produktionsverfahren konnen dennoch Spal- 
ten in derGroBe von wenigen Mikrometern auftreten. In 
solchen Spalten konnen sich Bakterien einlagern, die 
Herde fur Infektionen und Entzundungen bilden. Dies 
wird durch eine Abdichtung verhindert, die im Kontakt- 

10 bereich 15 zwischen Implantatkorper 1 und Aufbaukor- 
per 3 angebracht wird. 

[0015] Die Abdichtung besteht vorzugsweise aus ei- 
ner dunnen Schicht 1 8 eines Materials, das durch Ober- 
flachenbehandlung von wenigstens einem der Implan- 

'5 tatteile hergestellt wird und wenigstens einen Teil des 
Kontaktbereiches 1 5 erstreckt. Im dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel uberdeckt die Abdichtschicht 1 8 den ge- 
samten Kontaktbereich 15 mit Ausnahme der Bohrung 
zurAufnahme der Schraube 2 (Figuren3 und 4). Abwei- 

20 chend davon kann die Abdichtschicht 1 8 so ausgebildet 
sein, dass sie in einer sich in Umfangsrichtung erstrek- 
kenden Zone des Kontaktbereichs 15 angeordnet ist. 
So kann die Abdichtschicht auf einen peripheren Teil 
des Kontaktbereichs 15 beschrankt sein, der sich ring- 

25 formig urn das Zentrum von Implantat- und Aufbaukor- 
per 1 , 3 erstreckt. 

[0016] Die Dicke der Abdichtschicht 18 kann zwi- 
schen 0,5 Mikrometerund 1 Millimeter liegen, vorzugs- 
weise im Bereich von 10 bis 300 Mikrometern. Die Ab- 

30 dichtung 18 kann aus einer Titanschicht bestehen, die 
durch Sputtern auf die Flachenteile 11 und 12 im Kon- 
taktbereich 15 des Aufbaukorpers 3 und/oder auf die 
entsprechenden Gegenflachen 7, 8, 10 des Implantat- 
korpers 1 aufgebracht wird. Anstelle von Titan konnen 

35 andere Metalle zu Herstellung der Schicht 1 8 durch An- 
wendung der Sputter-Technik verwendet werden. Die 
Schicht kann auch durch Aufdampfen Oder galvano- 
technisch aufgebracht werden. So kann auf wenigstens 
einen Teil der Oberflache des Implantatkorpers 1 und/ 

40 oder des Aufbaukorpers 3 eine Schicht aus Gold Oder 
einem anderen Metall gatvanisch aufgebracht werden. 
[0017] Atternativzur oben beschriebenen Ausfuhrung 
kann die Abdichtschicht 18 kann aus einer Folie beste- 
hen, die im Kontaktbereich 15 zwischen Implantat- und 

45 Aufbaukorpers 1 , 3 eingelegt wird und sich uber wenig- 
stens einen ringformigen Teil des Kontaktbereichs 18 
erstreckt, wie oben beschrieben wurde. Die Folie weist 
im Bereich des Schraubendurchgangs ein Loch auf. Ih- 
re Dicke liegt unterhalb 500 Mikrometern, vorzugsweise 

so zwischen 1 0 und 300 Mikrometern, Es kann es sich urn 
eine Titanf olie oder urn Blattgold handeln . Des weiteren 
kann die Abdichtschicht auch durch Aufbringen einer Si- 
likonbeschichtung hergestellt werden, die vor dem Ver- 
binden der Implantatteile auf den Kontaktbereich herge- 

55 stellt wird. 

[0018] Furlmplantate mit gerundeten oder gewolbten 
Kontaktbereich konnen vorgeformte Folien als Abdicht- 
schichten verwendet werden. Die Figur5 zeigt einen Im- 
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plantkorper 20, bei dem die Abschragungen als konvex 
gewolbte Bereiche21 , 22 ausgebildetsind, die in Bezug 
auf die Langsachse des Implantats auf einander gegen- 
iiberliegenden Seiten des Implantkorper 20 angeordnet 
sind. Ein nichtgezeigter Aufbaukorper ist komplementar 
zu den Bereichen 21 , 22 und einer Kopfflache 23 aus- 
gebildet, wie dies fur den Aufbaukorper 3 beschrieben 
wurde. Eine Folie 25 wird entsprechend der Form des 
Kopfes von Implantkorper 20 vorgeformt. Sie weist ei- 
nen zentralen Durchbruch 26 fur die nicht dargestellte 
Befestigungsschraube auf. Die Folie wird in dieser Form 
zwischen Implantkorper 20 und Aufbaukorper gebracht, 
bevor beide Teile durch die Befestigungsschraube ge- 
geneinander gepresst werden. Auf diese Weise wird ei- 
ne Faltenbildung in der Folie beim Einsetzen des Auf- 
baukorpers vermieden. 

[0019] Wahrend die Erfindung anhand einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsform beschrieben wurde, konnen 
Abwandlungen und andere Ausfuhrungsformen reali- 
siert werden, ohne den durch die Anspruche definierten 
Bereich der Erfindung zu vehassen. So ist die Erfindung 
bei Implantaten anwendbar, die aus mehr als zwei Tei- 
len bestehen, urn deren Kontaktbereiche gegen die 
Ausbildung von Bakterienherden zu schiitzen. Die Er- 
findung ist auch nicht auf Zahnimplantate beschrankt. 
Sie ist bei alien Knochenimplantaten anwendbar, die 
aus zwei oder mehr Teilen bestehen, die eine fugen- 
oder spaltenlose Verbindung erfordern. 



PatentansprOche 

1. Knochenimplantat, insbesondere Zahnimplantat, 
mit einem Implantatkorper (1) und einem Aufbau- 
korper (3) und mit einem Kontaktbereich zwischen 
Implantat- und Aufbaukorper, in dem die Form von 
Implantat- und Aufbaukorper aneinander ange- 
passt sind und in dem ein Dichtungsmittel angeord- 
net ist, gekennzeichnet dadurch, dass auf dem 
Implantatkorper (1) oder auf dem Aufbaukorper (3) 
im Kontaktbereich (15) eine Metallschicht (18) an- 
geordnet ist, die eine geringere Harte als der Auf- 
baukorper und/oder der Implantatkorper (1) im Kon- 
taktbereich aufweist. 

2. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf dem Implantatkorper (1) und 
auf dem Aufbaukorper (3) im Kontaktbereich (1 5) je 
eine Metallschicht angeordnet ist. 

3. Implantat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Metallschicht (18) in einer 
sich in Umfangsrichtung erstreckenden Zone des 
Kontaktbereichs (15) angeordnet ist. 

4. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Metallschicht ei- 
ne durch Sputtern hergestellte Metallschicht um- 
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fasst. 

5. Implantat nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallschicht eine durch Sput- 

5 tern hergestellte Schicht aus Titan oder einer Titan- 
legierung umfasst. 

6. Implantat nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallschicht eine durch Sput- 

10 tern hergestellte Schicht aus Gold umfasst. 

7. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Metallschicht ei- 
ne durch galvanische Abscheidung hergestellte 

15 Metallschicht umfasst. 

8. Implantat nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallschicht aus galvanisch 
abgeschiedenem Gold besteht. 

20 

9. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Metallschicht ei- 
ne durch Aufdampfen hergestellte Metallschicht 
umfasst. 

25 

10. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Metallschicht 
(18) eine Dicke zwischen 0,5 Mikrometern und 1 
mm aufweist. 

30 

11. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Implantatkorper 
(1 ) und der Aufbaukorper (3) im Kontaktbereich (1 5) 
einen rotationssymmetrischen Querschnitt aufwei- 

35 sen und dass die Metallschicht (1 8) wenigstens ei- 
ne ringformige Randzone des Kontaktbereichs 
uberdeckt, die parallel zu dessen Umfang verlauft. 

12. Implantat nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
40 durch gekennzeichnet, dass der Implantatkorper 

(1) und der Aufbaukorper (3) im Kontaktbereich (15) 
einen unrunden Querschnitt aufweisen und dass 
die Metallschicht (18) wenigstens eine Randzone 
des Kontaktbereichs uberdeckt, die parallel zu des- 
45 sen Umfangslinie verlauft. 

13. Verfahren zum Herstellen eines Knochenimplan- 
tats, insbesondere Zahn implantats, mit einem Im- 
plantatkorper (1) und einem Aufbaukorper (3) und 

so mit einem Kontaktbereich (1 5) zwischen Implantat- 
und Aufbaukorper, in dem die Form von Implantat- 
und Aufbaukorper aneinander angepasst sind und 
in dem ein Dichtungsmittel angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Kontaktbereich (15) 

55 auf den Implantatkorper (1) oder auf den Aufbau- 
korper (3) eine Metallschicht (1 8) aufgebracht wird, 
die eine geringere Harte als der Aufbaukorper (3) 
und der Implantatkorper (1) im Kontaktbereich (15) 
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aufweist. 

14. Implantat nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass auf dem Implantatkorper (1) und 
auf dem Aufbaukorper (3) im Kontaktbereich (1 5) je 5 
eine Metallschicht angeordnet wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Metallschicht (18) in einer 
sich ringformig in Umfangsrichtung erstreckenden 10 
Zone des Kontaktbereichs (15) aufgebracht wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspruch e 13 bis 15, da- 
durch gekennzelchnet, dass die Metallschicht 

(1 8) durch Sputtern hergestellt wird. is 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallschicht (18) durch Sput- 
tern von Titan oder einer Tltanlegierung hergestellt 
wird. 20 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, da- 
durch gekennzelchnet, dass die Metallschicht 
durch galvanische Abscheidung hergestellt wird. 

25 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die Abdichtschicht durch galvani- 
sche Abscheidung von Gold hergestellt wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, da- 30 
durch gekennzelchnet, dass die Metallschicht 
durch Aufdampfen hergestellt wird. 

21 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 3 bis 20, da- 
durch gekennzelchnet, dass die Metallschicht el- 35 
ne Dicke in der GroBenordnung von 0,5 Mikrome- 
tern und 1 mm aufweist. 
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